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ES 2 346 655 T3

DESCRIPCION

Estructuracién de capas funcionales eléctricas mediante una lamina de transferencia y estructuracién del adhesivo.

La invencién se refiere a un método para la produccién de una ldmina con al menos un elemento constructivo
eléctrico, particularmente en la tecnologia de semiconductores orgdnicos.

Para la produccién de elementos constructivos eléctricos en la tecnologia de semiconductores orgdnicos, a modo
de ejemplo, de transistores orgdnicos de efecto campo (OFET) u otros elementos constructivos eléctricos de polime-
ros organicos, se necesita una estructuracién al menos de la capa conductora de electrodo. Una estructuracion de las
otras capas de tales elementos constructivos no es categéricamente necesaria, sin embargo, puede mejorar la eficien-
cia de tales elementos constructivos en la tecnologia de semiconductores organicos. Para poder producir elementos
constructivos eléctricos eficientes en la tecnologia de semiconductores orgdnicos, en este caso, es necesario realizar la
estructuracién de las capas con alta resolucién y exactitud de registro.

El documento WO 02/25750 describe la produccién de electrodos o placas de circuitos impresos con un método
de litografia. En este caso, se aplica una capa orgdnica conductora de polianilina (PANI) o polietilendioxitiofeno (PE-
DOT) empleando una rasqueta, por pulverizacidn, revestimiento por centrifugado o serigrafia de forma plana sobre un
sustrato, a modo de ejemplo, una ldmina. Sobre la misma se aplica una capa delgada de barniz fotosensible y se expone
de forma estructurada. Durante el revelado, la capa de polianilina descubierta se desprotoniza por la actuacién del
revelador y, de este modo, se hace no conductora. Se disuelve el barniz fotosensible restante con un disolvente. Antes o
después de esta etapa se retira la matriz no conductora de la capa orgdnica por disolucién con un disolvente no basico.

El documento WO 02/25750 describe que se imprime para la estructuracién sobre una capa de polimero funcional
plana un compuesto quimico, que tiene un efecto de desprotonacién. El compuesto preferentemente es una base. Por
un lavado posterior se retiran selectivamente las zonas no conductoras.

El documento WO 02/47183 propone, para la estructuracion de capas de un transistor orgdnico de efecto campo,
introducir polimeros funcionales en cavidades de una capa de molde. La capa de molde consiste en otro material
organico con propiedades aislantes, en el que se estampa un sello. En estas cavidades se introduce después el polimero
funcional empleando una rasqueta. Por tanto, con este método se pueden producir estructuras extremadamente finas
con dimensiones laterales en el intervalo de 2 a 5 um. Ademas, el método que emplea una rasqueta no es especifico para
un material, es decir, es adecuado para la estructuracion de todas las capas de un transistor organico de efecto campo.
Ademds de eso, empleando una rasqueta, el intervalo de viscosidad es incomparablemente superior en comparacién
con la impresién, de manera que los polimeros funcionales pueden mantener en gran medida su consistencia. Ademds,
se pueden producir capas relativamente gruesas en el intervalo hasta 1 ym.

El documento DE 100 33 112 describe un método para la produccién de elementos constructivos eléctricos en
la tecnologia de semiconductores orgdnicos, en el que los polimeros funcionales se aplican mediante un método de
tampografia sobre un sustrato o una capa ya existente.

El documento WO 02/070271 A2 describe un método de transferencia térmica para la estructuracién de capas
funcionales orgdnicas, en el que se utiliza una capa de calefaccion.

La publicacién XP 007904898, “Photopolymerization of Butyl Methacrylate in the Presence of Nanoparticles of
ZnO, sensitised to visible light with Xanthene Dyes”, A. L. Stroyuk et al. Theoretical and Experimental Chemistry,
Vol. 38. N° 5, 2002, describe la potenciacién de la sensibilidad a UV de metacrilato de butilo por la adicién de
sustancias adicionales.

En este caso, la invencion se basa en el objetivo de mejorar la produccién de elementos constructivos eficientes
en la tecnologia de semiconductores organicos y/o indicar la construccién de elementos constructivos mejorados en la
tecnologia de semiconductores organicos.

Este objetivo se resuelve por un método para la produccién de una ldmina con al menos un elemento constructivo
eléctrico particularmente en la tecnologia de semiconductores organicos, en el que se aplica sobre una ldmina de base
una capa de adhesivo de un adhesivo reticulable por radiacién, donde la capa de adhesivo del adhesivo reticulable
por radiacién se aplica con una forma estructurada con forma de patrén sobre la ldmina de base y/o se irradia con
forma de patrén (a modo de ejemplo, con radiaciéon UV), de tal manera que la capa de adhesivo endurece de manera
estructurada con forma de patrén, aplicindose una lamina de transferencia, que presenta una lamina de soporte y una
capa funcional eléctrica, con una orientacion de la capa funcional eléctrica hacia la capa de adhesivo sobre la capa de
adhesivo y la ldmina de soporte se retira del cuerpo de ldmina que comprende la ldmina de base, la capa de adhesivo
y la capa funcional eléctrica, por lo que, en una primera zona estructurada con forma de patrén, la capa funcional
eléctrica permanece como parte del elemento constructivo eléctrico sobre la capa de adhesivo y la Iamina de base y, en
una segunda zona estructurada con forma de patrén, la capa funcional eléctrica permanece sobre la ldmina de soporte
y se retira con la Idmina de soporte de la ldmina de base.

De acuerdo con un primer método de acuerdo con la invencién se irradia con forma de patrén la capa de adhesivo
del adhesivo reticulable por radiacién después de la aplicacion de la ldmina de transferencia, por lo que la capa de
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adhesivo endurece en una zona estructurada con forma de patrén, y se retira la ldmina de soporte del cuerpo de lamina
que comprende la 14mina de base, la capa de adhesivo y la capa funcional eléctrica, de manera que la capa funcional
eléctrica permanece en la primera zona estructurada con forma de patrén, en la que la capa de adhesivo estd endurecida,
sobre la ldmina de base, y en la segunda zona, en la que la capa de adhesivo no estd endurecida, se retira con la 1dmina
de soporte.

De acuerdo con un segundo método de acuerdo con la invencion, se irradia con forma de patrdn la capa de adhesivo
del adhesivo reticulable por radiacién antes de la aplicacion de la ldmina de transferencia de tal manera que la capa
de adhesivo endurece en una zona estructurada con forma de patrén. La ldmina de transferencia se aplica sobre la
capa de adhesivo endurecida estructurada con forma de patrén y la ldmina de soporte se retira del cuerpo de ldmina
que comprende la 14mina de base, la capa de adhesivo y la capa funcional eléctrica, de manera que la capa funcional
eléctrica en la primera zona estructurada con forma de patrén, en la que la capa de adhesivo no estd endurecida,
permanece sobre la ldmina de base y en la segunda zona estructurada con forma de patrén, en la que la capa de
adhesivo estd endurecida, se retira con la ldmina de soporte.

Se forma una ldmina con al menos un elemento constructivo eléctrico, particularmente en la tecnologia de semi-
conductores orgdnicos, que presenta una capa de adhesivo de un adhesivo reticulable por radiacién, que se dispone
entre una capa funcional eléctrica estructurada con forma de patrén y un cuerpo de ldmina de la ldmina y que une la
capa funcional eléctrica estructurada con forma de patrén con el cuerpo de ldmina.

El objetivo se resuelve ademds por un método no de acuerdo con la invencién para la produccioén de una ldmina
con al menos un elemento constructivo eléctrico, particularmente en la tecnologia de semiconductores orgédnicos, en
el que sobre una lamina de base se aplica un barniz de lavado reticulable por radiacién con una forma estructurada con
forma de patrdn, se irradia la capa de barniz de lavado estructurada con forma de patrén (por ejemplo, con luz UV),
de manera que se endurece la capa de barniz de lavado, se aplica sobre la capa de barniz de lavado una capa funcional
eléctrica y se elimina en un proceso de lavado la capa de barniz de lavado estructurada con forma de patrén con la
zona superpuesta sobre la misma de la capa funcional eléctrica, de manera que la capa funcional eléctrica permanece
sobre el cuerpo de base en una zona estructurada con forma de patrén, sobre la que no se ha aplicado ninguna capa de
barniz de lavado.

Por la invencidn se hace posible estructurar capas funcionales eléctricas de un elemento constructivo en la tecnolo-
gia de semiconductores orgdnicos con exactitud de registro y con alta resolucién. De esta manera, a modo de ejemplo,
es posible conseguir separaciones entre un electrodo de fuente y uno de drenaje de un transistor organico de efecto
campo, que son inferiores a 25 um. Otras ventajas de la invencién consisten en que este método es muy econémico y
adecuado para el uso industrial a gran escala. De este modo, por el uso de métodos litograficos es posible conseguir
altas resoluciones. Sin embargo, los métodos litograficos necesitan, por otro lado, la ejecucion de una pluralidad de
etapas del método y el uso de sustancias auxiliares caras y de alta calidad: el sustrato se tiene que revestir, enmascarar,
exponer, revelar, atacar con un dcido y decapar. Ademas, se consigue con el uso del método de acuerdo con la inven-
cién una mejora de la calidad de los elementos constructivos eléctricos generados en la tecnologia de semiconductores
organicos: en el caso del método de acuerdo con la invencién se trata de un método seco, por el que se evita en
gran medida una contaminacién de capas semiconductoras. Las capas semiconductoras de un elemento constructivo
eléctrico en la tecnologia de semiconductores organicos son extremadamente sensibles a contaminaciones, ya que las
mismas pueden modificar las propiedades eléctricas de capas semiconductoras incluso en concentraciones reducidas,
a modo de ejemplo, por el efecto de protonizacién. De esta forma, a modo de ejemplo, apenas se puede evitar en un
método litografico que las capas semiconductoras orgdnicas se contaminen por los procesos necesarios de revelado,
ataque con un 4cido y decapado. Ademads, se ha demostrado que solamente con una complejidad muy alta se puede
conseguir con la impresién directa de polimeros conductores la estructuracién de alta resolucién necesaria de capas
funcionales eléctricas, particularmente desde el punto de vista de una reproducibilidad suficiente. Esto se debe sobre
todo a la viscosidad de las sustancias de impresion que estdn a disposicién, que impide una impresién con un gro-
sor y reproducibilidad suficientes, particularmente con técnicas de impresion disponibles en la técnica a gran escala.
Ademas, se evita por la invencion una carga térmica de capas semiconductoras durante el proceso de produccidn.

Por lo tanto, por la invencidn se indica un método de produccién econémico que se puede aplicar de forma indus-
trial a gran escala para ldminas con elementos constructivos eléctricos en la tecnologia de semiconductores orgénicos,
que cumple altas exigencias cualitativas.

Se indican configuraciones ventajosas de la invencién en las reivindicaciones dependientes.

De acuerdo con un ejemplo de realizacién preferido de la invencién se imprime la capa de adhesivo mediante un
método de impresion de manera estructurada con forma de patrén sobre la 1dmina de base, se aplica la ldmina de
transferencia sobre la capa de adhesivo, se endurece la capa de adhesivo por irradiacién con radiacién y, después,
se retira la 1dmina de soporte del cuerpo de 1dmina formado por la ldmina de base, la capa de adhesivo y la capa
funcional eléctrica. De este modo, la capa funcional eléctrica permanece en las zonas que estdn impresas con el
adhesivo reticulable por radiacion. En este caso, es ventajoso que, debido a las propiedades que se diferencian entre si
de la sustancia de impresion y los grosores de capa que se diferencian entre si que se tienen que conseguir, se pueden
conseguir resoluciones superiores en comparacion con la impresion directa de polimeros conductores. Ademds, es
posible poder usar técnicas de impresion econdmicas y que se pueden aplicar de forma industrial a gran escala como
huecograbado, impresién offset y flexografia.
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De acuerdo con un ejemplo de realizacién adicional preferido de la invencidn se aplica el adhesivo reticulable por
UV en toda la superficie sobre la 1dmina de base y, después, se expone con forma de patrén a la luz UV, de manera
que la capa de adhesivo se endurece en una zona estructurada con forma de patrén. Después, se aplica la 1amina de
transferencia sobre la capa de adhesivo. A continuacidn, la ldmina de soporte se retira del cuerpo de 1dmina formado
por la lamina de base, la capa de adhesivo y la capa funcional eléctrica. En este caso, la capa funcional eléctrica
permanece en las zonas estructuradas con forma de patrdn, en las que la capa de adhesivo no estd endurecida y todavia
dispone de una cierta adhesividad, sobre la 1dmina de base. En la zona restante, es decir, en la zona en que la capa de
adhesivo estd endurecida, la capa funcional eléctrica permanece sobre la ldmina de soporte y se retira con la lamina
de soporte. Por un procedimiento de este tipo se pueden producir capas funcionales eléctricas estructuradas con una
resolucién muy alta sobre la ldmina de base. Ademas, en este caso, se obtienen ventajas con respecto a los costes, ya
que, a modo de ejemplo, no es necesario el uso de rodillos anilox de huecograbado de alta calidad.

Para asegurar una exposicidn suficiente de la capa de adhesivo con los métodos que se han descrito anteriormente,
es ventajoso formar la capa funcional eléctrica de un material semitransparente, a modo de ejemplo, una capa muy
delgada de metal, y utilizar una ldmina de soporte permeable a la radiacién. De este modo, se hace posible irradiar la
capa de adhesivo de parte de la ldmina de transferencia a través de la 1amina de transferencia. De forma alternativa,
existe la posibilidad de configurar la 1dmina de base de forma transparente a la radiacién y exponer la capa de adhesivo
de parte de la lamina de base a través de la lamina de base.

De acuerdo con una realizacion de la invencién se expone con forma de patrén la capa de adhesivo después de la
aplicacion de la lamina de transferencia, de manera que la capa de adhesivo endurece en una zona estructurada con
forma de patrén. A continuacidn, se retira la ldmina de soporte del cuerpo de ldmina formado por la Idmina de base
y la capa funcional eléctrica. En la zona en la que la capa de adhesivo estd endurecida de manera estructurada con
forma de patrdn, se fija la capa funcional eléctrica por la capa de adhesivo y permanece sobre el cuerpo de base. En la
zona restante, en la que la capa de adhesivo no estd endurecida, la capa funcional eléctrica permanece sobre la ldmina
de transferencia y se retira con la ldmina de soporte. En este caso, es necesario utilizar un adhesivo reticulable por
radiacién, que posee en el estado no endurecido una fuerza adhesiva inferior, con respecto a la capa funcional eléctrica,
a la fuerza adhesiva entre la capa funcional eléctrica y la Idmina de soporte.

La ventaja de este modo de procedimiento consiste en que las capas funcionales eléctricas se pueden producir
con resoluciones muy altas sobre la ldmina de base y que no existe ninguna condicién limitante con referencia a la
transparencia a la radiacion de la capa funcional eléctrica y el cuerpo de base.

El uso del método en el marco de un proceso de rollo-a-rollo industrial a gran escala se posibilita por la utilizacién
de una maquina de exposicion de tambor o una maquina de exposicion de mascara con una cinta de méscara periférica
para la irradiacién con forma de patrén de la capa de adhesivo con luz UV.

Tiene una importancia particular para el método de acuerdo con la invencién la utilizacién de una ldmina de
transferencia adecuada, que posibilita un desprendimiento rdpido y preciso de la capa funcional eléctrica de la 1dmina
de soporte. En este caso, se ha demostrado particularmente apropiado proporcionar entre la ldmina de soporte y la
capa funcional eléctrica una capa de desprendimiento.

La capa funcional eléctrica puede ser una capa eléctricamente conductora. Una separacién particularmente precisa
de la capa funcional eléctrica en la transiciéon de zonas que permanecen, por un lado, sobre la ldmina de base y, por
otro lado, sobre la Idmina de soporte se consigue por el uso de capas funcionales eléctricas, que contienen particulas
conductoras, preferiblemente nanoparticulas, a modo de ejemplo, particulas de metal, hollin o grafito. En este caso, se
ha demostrado que particularmente las capas funcionales que consisten en nanoparticulas conductoras y aglutinante,
particularmente con una proporcioén reducida de aglutinante, posibilitan una separacién precisa. Ademds, se ha de-
mostrado ventajoso comprimir la capa funcional eléctrica durante la aplicacion sobre la ldmina de base, por lo que se
aumenta la conductividad eléctrica por la compresion de las nanoparticulas.

Una alta presion de la separacion se puede conseguir también por el uso de capas de metal delgadas o capas
delgadas de aleaciones de metal como capas funcionales eléctricas. Ademads, es apropiado el uso de capas funcionales
eléctricas de polimeros conductores o capas organicamente conductoras como, por ejemplo, ITO.

Dependiendo de la construccion del elemento constructivo en la tecnologia de semiconductores orgédnicos se pue-
den ahorrar, por el uso de adhesivos eléctricamente no conductores o eléctricamente conductores para la capa de
adhesivo, etapas del método durante la construccién del elemento constructivo eléctrico. La capa funcional eléctrica
proporciona en este caso dentro del elemento constructivo eléctrico preferiblemente la funcién de una capa de elec-
trodo microestructurada, que configura uno o varios electrodos del elemento constructivo eléctrico, o la funcién de
una capa microestructurada de semiconductor, que configura uno o varios componentes semiconductores del elemento
constructivo eléctrico.

Para una ldmina formada de acuerdo con un método de acuerdo con la invencién se ha demostrado eficaz que la
capa de adhesivo de un adhesivo reticulable por radiacion esté estructurada con forma de patrén de la misma manera
que la capa funcional eléctrica estructurada con forma de patrén. La capa funcional eléctrica de la lamina es particu-
larmente una capa de electrodo microestructurada, que configura uno o varios electrodos del elemento constructivo
eléctrico, o una capa microestructurada de semiconductor que configura uno o mas componentes semiconductores del
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elemento constructivo eléctrico. Se prefiere particularmente que el elemento constructivo eléctrico sea un transistor
organico de efecto campo.

A continuacion, se explica de forma ilustrativa la invencién mediante varios ejemplos de realizacién con ayuda de
los dibujos adjuntos.

La Figura 1 muestra una representacion funcional de un desarrollo del método de acuerdo con un primer ejemplo
de realizacion de la invencidn.

La Figura 2 muestra una representaciéon funcional de un desarrollo del método de acuerdo con un ejemplo de
realizacion adicional de la invencidn.

La Figura 3 muestra una representacion funcional de un desarrollo del método de acuerdo con un ejemplo de
realizacién adicional de la invencidn.

La Figura 4a a la Figura 4d muestran representaciones en corte de cuerpos de ldmina para el desarrollo del método
de acuerdo con la Figura 1.

La Figura 5a a la Figura 5e muestran representaciones en corte de cuerpos de ldmina para la ilustracién de un
ejemplo de realizacion adicional de la invencion.

La Figura 1 proporciona un borrador de un recorte de un proceso de fabricacion de rollo-a-rollo mediante el que se
produce una ldmina con al menos un elemento constructivo eléctrico en la tecnologia de semiconductores orgdnicos.

En este caso, se entienden por elementos constructivos eléctricos en la tecnologia de semiconductores organicos
elementos constructivos eléctricos que comprenden al menos una capa de un material semiconductor orgdnico. Los
materiales semiconductores organicos, materiales conductores organicos y materiales aislantes organicos se forman
en este caso por sustancias organicas, metal-orgdnicas y/o inorgdnicas, que poseen respectivamente propiedades eléc-
tricas. Con polimeros funcionales se indican en este caso tales materiales organicos, metal-organicos y/o inorganicos
que se pueden utilizar en la construccién de elementos constructivos en la tecnologia de semiconductores organi-
cos. El término polimero funcional comprende, por consiguiente, también componentes no polimeros. Los elementos
constructivos que no comprenden una capa de semiconductor orgdnica o zonas de capa de semiconductor como com-
ponente funcional son, a modo de ejemplo, transistores, FET, triodos, diodos, etc. Se puede utilizar como material
semiconductor orgdnico en este caso, a modo de ejemplo, politiofeno.

La Figura 1 muestra en este caso una estacién de impresién 1, una estacién de exposicién 20, una polea de inversion
31 y tres rodillos 32, 33 y 34. Se suministra una ldmina de base 51 a la estacién de impresion 1. La ldmina de base
51 procesada por la estacién de impresion 10 se suministra como ldmina 52 sobre la polea de inversion 31 al par de
rodillos 32 y 33, que aplica sobre la ldmina 52 una ldmina de transferencia 41 desenrollada de un rollo de ldmina de
transferencia 40. De este modo, se produce la 1dmina 53. La ldmina 53 procesada por la estacidn de exposicion 20 se
suministra como ldmina 54 al rodillo 34, donde una 1dmina de soporte 42 se retira de la ldmina 54 y una ldmina 55
permanece como ldmina restante.

En el caso de la ldmina de base 51 se puede tratar en el caso mds sencillo de una ldmina de soporte. Una ldmina
de soporte de este tipo consiste preferentemente en una lamina de plastico con un grosor de 6 um a 200 um, a modo
de ejemplo, en una ldmina de poliéster con un grosor de 19 ym a 38 ym. Sin embargo, habitualmente, la ldmina
de base 51 presentard ademds de una lamina de soporte de este tipo otras capas adicionales aplicadas en procesos
anteriores del método. Las capas de este tipo son, a modo de ejemplo, capas de barniz, capas de aislamiento y capas
funcionales eléctricas. De este modo, es posible que la ldmina de base 51 comprenda ya una o varias capas de polimero
funcionales, a modo de ejemplo, capas de polimeros orgédnicamente conductores como polianilina y polipirrol, capas
semiconductoras, a modo de ejemplo, de politiofeno y capas de aislamiento, a modo de ejemplo, de polivinilfenol. En
este caso, también es posible que estas capas existan ya con una forma estructurada en la ldmina de base 51.

La estacién de impresion 1 presenta un recipiente de color con un adhesivo 11 reticulable por UV. Mediante varios
rodillos de transmision 12 y 13 se aplica el adhesivo 11 sobre el cilindro de impresion 14. El cilindro de impresién 14
imprime después sobre la ldamina de base 51, que tiene un recorrido entre el cilindro de impresién 14 y un rodillo de
contrapresién 15, de manera estructurada con forma de patrén una capa de adhesivo del adhesivo reticulable por UV
11.

En el caso de la estacion de impresion 1 se trata preferentemente de una estacion de impresion offset o flexografia.
Sin embargo, también es posible que se trate en el caso de la estacién de impresién 1 de una estacién de impresion de
huecograbado. La capa de adhesivo tiene preferiblemente un grosor de 0,5 yum a 10 ym.

Como adhesivos reticulables por UV 11 se pueden utilizar preferentemente los siguientes adhesivos:

Foilbond UVH 0002 de AKZO NOBEL INKS y UVAFLEX UV adhesivo VLOO0OZA de Zeller + Gmelin GmbH.

Preferentemente, se aplican los adhesivos con un peso de aplicacién de 1 g/m?-5 g/m? sobre la ldmina de base
51.
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Por la impresién se produce de esta manera la Idmina 52 representada en la Figura 4b, en la que sobre el cuerpo de
base 51 estd aplicada una capa de adhesivo 52 estructurada con forma de patrén.

Dependiendo del tipo del adhesivo 11 utilizado, en este caso, también es posible que la ldmina 52 atraviese un
canal de secado, en el que la capa de adhesivo 52 se seca, a modo de ejemplo, con una temperatura de 100 a 120°.

La Figura 4a muestra la construccidén de la ldmina de transferencia 41. La 1dmina de transferencia 41 presenta una
lamina de soporte 45, una capa de desprendimiento 46 y una capa funcional eléctrica 47.

En el caso de la lamina de soporte 45 se trata de una lamina de plastico con un grosor de 4 a 75 um. Preferiblemente,
en el caso de la ldmina de soporte 45, se trata de una ldmina de poliéster, polietileno, un acrilato o una sustancia
compuesta espumada. El grosor de la ldmina de soporte 45 es preferentemente 12 ym.

La capa de desprendimiento 46 consiste preferentemente en un tipo de cera. También se puede prescindir de la
capa de desprendimiento 46 cuando los materiales de la 1dmina de soporte 45 y de la capa funcional eléctrica 47 estdn
seleccionados de tal modo que las fuerzas adhesivas entre la capa funcional eléctrica 47 y la 1dmina de soporte 45 no
impiden un desprendimiento seguro y rdpido de la capa funcional eléctrica 47.

La capa de desprendimiento 46 puede estar producida, a modo de ejemplo, de acuerdo con la siguiente receta:
Capa de desprendimiento 46 (capa de separacion)
Tolueno 99,5 partes

Cera de éster (punto de goteo 90°C) 0,5 partes

Preferiblemente, se aplica la capa de desprendimiento 46 en un grosor de 0,01 a 0,2 um sobre la ldmina de soporte
45.

Dependiendo de la funcién que la capa funcional eléctrica debe aportar dentro del elemento constructivo eléctrico
a producir, se compone la capa funcional eléctrica 47 de materiales eléctricamente conductores o semiconductores. En
el caso de que la capa funcional eléctrica 47 debe formar una capa funcional eléctricamente conductora, existen las
siguientes posibilidades para la configuracién de la capa funcional eléctrica 47:

Por un lado, es posible que la capa funcional eléctrica 47 se forme por una capa delgada de metal, con la que se
recubre el cuerpo de lamina que consiste en la ldmina de soporte 45 y la capa de desprendimiento 46, a modo
de ejemplo, por vaporizacion. El grosor de una capa delgada de metal de este tipo se sitia preferiblemente en
el intervalo de 5 nm a 50 nm, para asegurar que se pueda estructurar con una resolucién suficientemente alta la
capa funcional eléctrica mediante el método de acuerdo con la invencién. La capa de metal puede consistir en
este caso, a modo de ejemplo, en aluminio, plata, cobre, oro, cromo, niquel o en aleaciones con estos metales.

Se pueden obtener resultados particularmente buenos cuando se aplica como capa funcional eléctrica 47 una capa
de nanoparticulas conductoras. La capa funcional eléctrica 47 tiene, a modo de ejemplo, un grosor de 50 nm a 1 ym
y se compone de nanoparticulas conductoras y aglutinante, donde la proporcién de aglutinante se mantiene reducida,
para garantizar una separacion precisa de la capa 47. El grosor de la capa funcional eléctrica 47 se determina en este
caso también considerablemente por las propiedades eléctricas exigidas de la capa funcional eléctrica 47 en el marco
del elemento constructivo eléctrico, a modo de ejemplo, la resistencia especifica. En este caso también es posible que
la conductividad de la capa 47 alcance solamente con la aplicacién de la ldmina de transferencia 41 sobre la ldmina 52
el valor deseado. Por la presion que se ejerce durante esta aplicacién sobre la capa funcional eléctrica 47 se comprime
la capa funcional eléctrica 47, por lo que se disminuyen las separaciones entre las nanoparticulas eléctricamente
conductoras y se aumenta considerablemente la conductividad eléctrica de la capa 47.

Ademds, también es posible utilizar como capa funcional eléctrica 47 una capa de otros materiales conductores,
a modo de ejemplo, de materiales ITO (ITO = éxido de indio estafio) o de otros 6xidos conductores transparentes, a
modo de ejemplo, 6xido de cinc dotado de aluminio, o de polimeros eléctricamente conductores, a modo de ejemplo,
polianilina y polipirrol.

Ademads, también es posible que la capa funcional eléctrica 47 se forme por un material semiconductor. Con esta
finalidad, se aplica un material semiconductor orgdnico sobre la capa de desprendimiento 46 de forma liquida, disuelta
0 como suspension y, después, se solidifica. El grosor de una capa funcional eléctrica 47 de este tipo se determina en
este caso esencialmente por la funcién eléctrica de esta capa dentro del elemento constructivo eléctrico a producir.

Las nanoparticulas conductoras se aplican preferiblemente en forma de una dispersiéon no muy diluida sobre la
capa de desprendimiento 46.

La Figura 4c muestra la 1dmina 53, es decir, el cuerpo de lamina que se produce después de la aplicacién de la
lamina de transferencia 41 sobre la ldmina de base 51 impresa con la capa de adhesivo 57 estructurada con forma de
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patrén. La Figura 4c muestra la ldmina de base 51, la capa de adhesivo 57, la capa funcional eléctrica 47, la capa de
desprendimiento 46 y la 1dmina de soporte 45. La presién de compresion, mediante la que la ldmina de transferencia
41 se aplica sobre la ldmina 52 mediante los rodillos de presion y contrapresion 32 y 33, se tiene que seleccionar de
tal manera que la estructuracién con forma de patrén de la capa de adhesivo 57 no se vea afectado considerablemente
por la misma.

La estacién de exposicion 20 de acuerdo con la Figura 1 presenta una ldmpara de UV 21, asi como un reflector
22, que centra la radiacién UV emitida por la ldmpara de UV 21 sobre la ldmina 53. La potencia de la lampara de UV
21 se selecciona en este caso de tal manera que se irradia la capa de adhesivo 57 durante el paso por la estacién de
exposicion 22 con una cantidad de energia suficiente, que garantiza un endurecimiento seguro de la capa de adhesivo
57. Como se muestra en la Figura 1, se irradia la 14dmina 53 en este caso de parte de la 1amina de soporte 45. Esto
es posible cuando se utiliza como capa funcional eléctrica 47 una capa transparente o semitransparente, a modo de
ejemplo, una capa delgada de metal configurada como se ha descrito anteriormente. Ademds es necesario para esta
finalidad que la ldmina de soporte 45, asi como la capa de desprendimiento 46, consistan en un material transparente a
UV. Si no es posible debido a la composicion especial de la capa funcional eléctrica 47 configurar la misma de forma
transparente o semitransparente a UV, es posible irradiar la ldmina 53 de parte de la ldmina de base 51 con luz UV. En
este caso, la ldmina de base 51 se tendria que configurar de forma transparente a UV.

Por el endurecimiento de la capa de adhesivo 57 estructurada con forma de patrén se adhiere la capa funcional 47
en los sitios, en los que se proporciona la capa de adhesivo 57, con la ldmina de base 51. Si se retira de este modo a
continuacién la ldmina de soporte 45 del cuerpo de ldmina restante de la 1dmina 53, la capa funcional eléctrica 47 se
adhiere en las zonas, en las que estd impresa la capa de adhesivo 57, en la ldmina de base 51 y se libera de este modo
en estos sitios de la ldmina de transferencia 41. En los sitios restantes predomina la adhesién entre la capa funcional
eléctrica 47 y la capa de desprendimiento 46, de manera que en este caso la capa funcional eléctrica 47 permanece en
la ldmina de transferencia 41.

La Figura 4d muestra en este caso la 1dmina 55, es decir, el cuerpo de ldmina que se produce después de la retirada
de la lamina de soporte 45. La Figura 4d muestra la 1dmina de base 51, la capa de adhesivo 57 y la capa funcional
eléctrica 47. Como se muestra en la Figura 4d, la ldmina 55 dispone en este caso de una capa funcional eléctrica 47
estructurada con forma de patrén, que se dispone de acuerdo con la capa de adhesivo 47 estructurada con forma de
patrén sobre la ldmina de base 51.

Mediante la Figura 2 se explica a continuacién un ejemplo de realizacién adicional de la invencién.

La Figura 2 muestra la estacién de impresion 10, una estacidén de exposicion 81, una estacion de exposicion 23, la
polea de inversion 31, los rodillos de presién y contrapresion 32 y 33, el rodillo de desprendimiento 34 y el rollo de
lamina de transferencia 40.

La estacién de impresion 10 estd construida como la estacion de impresion 1 de acuerdo con la Figura 1, con la
diferencia de que el cilindro de impresion 14 estd sustituido por un cilindro de impresién 16, que imprime el adhesivo
11 en toda la superficie sobre una ldmina de base 61 suministrada. En este caso, también es posible que la capa de
adhesivo no se aplique sobre la ldmina de base por un método de impresidn, sino, por otro método de recubrimiento,
a modo de ejemplo, extension, colada o pulverizacién. Ademds, en este caso también es posible que la impresién de
la capa de adhesivo sobre la ldmina de base 61 se realice asimismo con forma de patrén y, de este modo, se combina
el método que se ha descrito en este caso con el método de acuerdo con la Figura 1.

La ldmina de base 61 y la capa de adhesivo impresa sobre la 1dmina de base de un adhesivo reticulable por UV
estan configuradas como la ldmina de base 51 y la capa de adhesivo 57 de acuerdo con la Figura 4b, con la diferencia
de que en este caso la capa de adhesivo 57 estd impresa preferiblemente en toda la superficie sobre la ldmina de base
61. El cuerpo de Idmina 62 que se produce después de la aplicacion de la capa de adhesivo sobre la ldmina de base 61
se suministra por la polea de inversion 31 de la estacion de exposicién 81.

Preferiblemente se utiliza en este caso un adhesivo prepolimero reticulable por UV.

En el caso de la estacion de exposicién 81 se trata de una maquina de exposicion de mascara, que posibilita una
exposicion de rollo a rollo mediante una cinta de mdscara sincronizada con la velocidad de marcha de la ldmina 62.
De este modo, la maquina de exposicion de tambor 81 presenta varias poleas de inversiéon 84, una cinta de mascara
83 y una ldmpara de UV 82. La cinta de mdscara 83 presenta zonas transparentes a UV y opacas o reflectantes. La
cinta de mascara forma de este modo una mascara sin fin de UV, que recubre la ldmina 62 con respecto a la limpara
de UV 82 y posibilita una irradiacién continua, con forma de patrén, de la ldmina 62 con luz UV. La velocidad de la
cinta de mascara 83 se sincroniza, como ya se ha explicado anteriormente, con la velocidad de la 1dmina 62, donde
las marcas Opticas adicionales sobre la ldmina 62 posibilitan una exposicién con precisién de ajuste. La potencia
de la ldmpara de UV 82 en este caso estd seleccionada de tal manera que se suministra una cantidad de energia UV
suficiente para el endurecimiento de la capa de adhesivo a la lamina 62 durante el paso por la maquina de exposicién de
mdscara 81.

Preferiblemente, se aplica sobre la Idmina luz UV colimada por la mdquina de exposicién de méscara 81.
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En lugar de una maquina de exposicién de mascara que trabaja con una cinta de mascara también es posible utilizar
una miquina de exposicién de tambor, que dispone de una miscara en forma de un tambor, sobre el que se guia la
ldmina 62.

Por la irradiaciéon con forma de patrén con luz UV, la capa de adhesivo se endurece de manera estructurada con
forma de patrén, de modo que una ldmina 63 con zonas endurecidas y no endurecidas de la capa de adhesivo se
suministra al par de rodillos 32 y 33. Por el par de rodillos 32 y 33 se aplica después la ldmina de transferencia
41 sobre la lamina 63. La lamina de transferencia 41 estd realizada en este caso como la ldmina de transferencia
de acuerdo con la Figura 4a. De este modo, se produce una ldmina 64 que consiste en la ldmina de base 61, una
capa de adhesivo parcialmente endurecida, la capa funcional eléctrica 47, la capa de desprendimiento 46 y la ldmina
de soporte 45. En las zonas, en las que la capa de adhesivo no estd endurecida, la capa de adhesivo todavia estd
adhesiva, de manera que en este caso actiian fuerzas adhesivas entre la capa de adhesivo y la capa funcional eléctrica
47 superpuesta sobre la misma. En las zonas restantes, en las que la capa de adhesivo estd endurecida, esto no es
el caso. Durante la retirada de la ldmina de soporte 45 del cuerpo de lamina restante, por tanto, se adhiere la capa
funcional eléctrica 47, en las zonas en las que la capa de adhesivo no estd endurecida, en el cuerpo de base 61 y, de
este modo, se desprende de la ldmina de soporte 45. En las zonas restantes, las fuerzas adhesivas entre la capa de
desprendimiento 46 y la capa funcional eléctrica 47 provocan que en estas zonas no se desprenda la capa funcional
eléctrica 47 y que permanezca sobre la ldmina de soporte 45. De este modo, se produce después de la retirada de la
ldmina de soporte 45 una ldmina 65 con una capa funcional eléctrica 47 parcialmente con forma de patrén, que esta
unida por una capa de adhesivo en toda la superficie con la ldmina de base 61. En una estacién de exposicién 23
adicional, que esta configurada como la estacién de exposicion 20 de acuerdo con la Figura 1, se endurece después
en su totalidad la capa de adhesivo en las zonas todavia no endurecidas, para garantizar una unién segura entre la
capa funcional eléctrica 47 y la lamina de base 61. Sin embargo, también se podria prescindir de la estacién de
exposicion 23.

Mediante la Figura 3 se explica a continuacién un ejemplo de realizacion adicional de la invencion.

La Figura 3 muestra la estacion de impresion 10, la estacion de exposicion 81, 1a polea de inversion 31, los rodillos
de presion y contrapresion 32 y 33, el rodillo de desprendimiento 34 y el rollo de ldmina de transferencia 40.

A la estacién de impresién 10 se suministra la ldmina de base 61, que se recubre por una capa de adhesivo como de
acuerdo con la Figura 2, por lo que se produce la ldmina 62 de acuerdo con la Figura 2. Sobre la ldmina 62 se aplica
después por el par de rodillos 32 y 33 la ldmina de transferencia 41. La lamina de transferencia 41, en este caso, estd
configurada de acuerdo con la Figura 4a. Por tanto, se produce una ldmina 67 que consiste en la ldmina de base 61,
una capa de adhesivo no endurecida en toda la superficie, la capa funcional eléctrica 47, la capa de desprendimiento
46 y la lamina de soporte 45.

La lamina 67 se expone a continuacién mediante la maquina de exposiciéon de mascara 81 que, a su vez, esta
configurada como la miquina de exposiciéon de mdscara 81 de acuerdo con la Figura 2. Después de la exposicion
mediante la maquina de exposicién de mascara 81 se produce por tanto una ldmina 68, que consiste en la ldmina de
base 61, una capa de adhesivo endurecida de manera estructurada con forma de patrén, la capa funcional eléctrica 47,
la capa de desprendimiento 46 y la ldmina de soporte 45.

Al contrario del ejemplo de realizacién de acuerdo con la Figura 2 se utiliza en este caso un adhesivo reticulable
por UV, cuya fuerza adhesiva es inferior, con respecto a la capa funcional eléctrica 47 o con respecto a la 1dmina de
base 61, a la fuerza adhesiva entre la capa funcional eléctrica 47 y la 1amina de soporte 45. Naturalmente, también
es posible utilizar el mismo adhesivo como de acuerdo con la Figura 1 o la Figura 2 y provocar por la seleccion de
los materiales de la ldmina de soporte 45, el cuerpo de base 61 o la capa de desprendimiento 46 una distribucién
correspondiente de las fuerzas adhesivas.

Si se retira de este modo la ldmina de soporte 45 del cuerpo de ldmina restante de la ldmina 68, en las zonas en las
que la capa de adhesivo estd endurecida y, por tanto, la capa funcional eléctrica 47 estd adherida con la lamina de base
61, la capa funcional eléctrica 47 permanece entonces sobre el cuerpo de base 61. En las zonas restantes, las fuerzas
adhesivas, que evitan un desprendimiento de la capa funcional eléctrica 47 de la 1dmina de soporte 45, son superiores
a las fuerzas adhesivas entra la capa funcional eléctrica 47 y la ldmina de base 61, de manera que la capa funcional
eléctrica 47 no se desprende en estas zonas de la Idmina de soporte 45.

De ese modo, se produce una ldmina 69 que presenta una capa funcional eléctrica 47 estructurada con forma de
patrén, que estd unida por una capa de adhesivo endurecida, estructurada de manera correspondiente con forma de
patrén, con la 1dmina de base 61.

Mediante las Figura 5a a 5e se explica a continuacién de forma ilustrativa cémo se puede fabricar mediante uno
de los métodos de acuerdo con la Figura 1, Figura 2 o Figura 3 un transistor de efecto campo en la tecnologia de
semiconductores organicos.

La Figura 5a muestra una lamina de base 90 que cosiste en una ldmina de soporte 91 y una capa de barniz 92
aplicada sobre la misma.
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En el caso de la lamina de soporte 91 se trata de una ldmina de plastico, preferiblemente de una ldmina de poliéster
de un grosor de 19 um a 38 um. En el caso de la capa de barniz 92 se trata de una capa de barniz de un material
eléctricamente aislante, que actia adicionalmente como capa de barniz protector. La capa de barniz se aplica preferi-
blemente en un grosor de capa de 0,5 a 5 um sobre la 1dmina de soporte 91 o sobre una capa de desprendimiento que
se sitda entre la Idamina de soporte 91 y la capa de barniz 92.

Sobre la Idmina de base 90 se aplica después, como se muestra en la Figura 5b, mediante uno de los métodos de
acuerdo con la Figura 1, Figura 2 o Figura 3 una capa funcional eléctrica 94. De este modo, se produce el cuerpo
de lamina que se muestra en la Figura 5b, que consiste en la ldmina de soporte 91, la capa de barniz 92, una capa
de adhesivo 93 y una capa funcional eléctrica 94. La capa funcional eléctrica 94 consiste en este caso en un material
eléctricamente conductor y aporta dentro del elemento constructivo eléctrico la funcién de un electrodo de drenaje y
uno de fuente. Dependiendo del tipo de los métodos utilizados es posible en este caso que la capa de adhesivo 93,
como se muestra en la Figura 5b, esté estructurada con forma de patén de la misma manera que la capa funcional
eléctrica 94, o que exista en toda la superficie sobre la capa de barniz 92 de forma endurecida.

A continuacién, se aplica sobre el cuerpo de ldmina de acuerdo con la Figura 5b una capa semiconductora, de
manera que se produce el cuerpo de ldmina que se muestra en la Figura 5, que consiste en la 1dmina de soporte 91, la
capa de barniz 92, la capa de adhesivo 93, la capa funcional eléctrica 94 y la capa semiconductora 95. Como material
para la capa semiconductora 95 se utiliza en este caso politiofeno, que se aplica de forma liquida, disuelta o como
suspension sobre el cuerpo de lamina de acuerdo con la Figura 5b y, después, se endurece. También es posible una
aplicacion estructurada con forma de patrén de la capa semiconductora 95.

El cuerpo de ldmina de acuerdo con la Figura 5¢ forma en este caso una lamina de base, sobre la que se aplica
mediante uno de los métodos de acuerdo con la Figura 1, Figura 2 o Figura 3 una capa funcional eléctrica 97. La
Figura 5d muestra el cuerpo de ldmina que se produce de este modo, que consiste en la ldmina de soporte 91, la capa
de barniz 92, la capa de adhesivo 93, la capa funcional eléctrica 94, la capa semiconductora 95, la capa de adhesivo 96
y la capa funcional eléctrica 97.

La capa funcional eléctrica 97 consiste en este caso asimismo en un material eléctricamente conductor y actia
dentro del elemento constructivo eléctrico como electrodo de compuerta. La capa de adhesivo 96 estd configurada
de manera estructurada con forma de patrén como en la capa funcional eléctrica 97 superpuesta sobre la misma. Sin
embargo, con la utilizacién de los métodos de acuerdo con la Figura 2 o Figura 3 es posible también que la capa de
adhesivo 96 esté aplicada en toda la superficie sobre la capa semiconductora 95.

En una etapa del método adicional se aplica a continuacién sobre el cuerpo de lamina que se muestra en la Figura
5d una capa de barniz 98 adicional de un material eléctricamente aislante que, ademads, también adopta la funcién
de una capa protectora para la capa semiconductora 95. Como se muestra en la Figura Se, se produce por tanto una
lamina 99, que consiste en la ldmina de soporte 91, las capas de barniz 92 y 98, la capa semiconductora 95, las capas
de adhesivo 93 y 96 y las capas funcionales eléctricas 94 y 97.
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REIVINDICACIONES

1. Método para la produccién de una ldmina (55, 66, 69, 99) con al menos un elemento constructivo eléctrico,
particularmente en la tecnologfa de semiconductores organicos, en el que sobre una ldmina de base (51, 61, 90) se
aplica una capa de adhesivo (57, 93, 96) de un adhesivo reticulable por radiacién, que la capa de adhesivo (57, 93, 96)
del adhesivo reticulable por radiacién se aplica con una forma estructurada con forma de patrén sobre la ldmina de base
(51) y/o se irradia con forma de patrén de tal manera que la capa de adhesivo se endurece de manera estructurada con
forma de patrén, que una ladmina de transferencia (41), que presenta una ldmina de soporte (45) y una capa funcional
eléctrica (47, 94, 97), se aplica con una orientacion de la capa funcional eléctrica (47, 94, 97) hacia la capa de adhesivo
(57, 93, 96) sobre la capa de adhesivo (57, 93, 96), y que la lamina de soporte (45) se retira del cuerpo de lamina (54,
64, 68) que comprende la lamina de base (51), la capa de adhesivo (57, 93, 96) y la capa funcional eléctrica (47, 94,
97), en el que en una primera zona estructurada con forma de patrén, la capa funcional eléctrica (47, 94, 97) permanece
como parte del elemento constructivo eléctrico sobre la capa de adhesivo (57, 93, 96) y la lamina de base (51, 61, 90)
y, en una segunda zona estructurada con forma de patrén, la capa funcional eléctrica (47, 94, 97) permanece sobre la
lamina de soporte (45) y se retira con la ldmina de soporte de la ldmina de base (51, 61, 90), en el que se irradia con
forma de patrén la capa de adhesivo del adhesivo reticulable por radiacién después de la aplicacion de la ldmina de
transferencia (41), por lo que se endurece la capa de adhesivo en una zona estructurada con forma de patrén, y que
la 1dmina de soporte se retira del cuerpo de 1dmina (68) que comprende la ldmina de base (51), la capa de adhesivo y
la capa funcional eléctrica, de manera que la capa funcional eléctrica permanece en la primera zona estructurada con
forma de patrdn, en la que la capa de adhesivo estd endurecida, sobre la 1dmina de base (51), y en la segunda zona, en
la que la capa de adhesivo no estd endurecida, se retira con la ldmina de soporte (45).

2. Método para la produccién de una lamina (55, 66, 69, 99) con al menos un elemento constructivo eléctrico,
particularmente en la tecnologia de semiconductores orgdnicos, en el que sobre una ldmina de base (51, 61, 90) se
aplica una capa de adhesivo (57, 93, 96) de un adhesivo reticulable por radiacién, que la capa de adhesivo (57, 93, 96)
del adhesivo reticulable por radiacién se aplica con una forma estructurada con forma de patrén sobre la Idmina de base
(51) y/o se irradia con forma de patrén de tal manera que la capa de adhesivo endurece de manera estructurada con
forma de patrén, que una lamina de transferencia (41), que presenta una lamina de soporte (45) y una capa funcional
eléctrica (47, 94, 97), se aplica con una orientacidn de la capa funcional eléctrica (47, 94, 97) hacia la capa de adhesivo
(57, 93, 96) sobre la capa de adhesivo (57, 93, 96), y que la 1amina de soporte (45) se retira del cuerpo de lamina (54,
64, 68) que comprende la Idmina de base (51), la capa de adhesivo (57, 93, 96) y la capa funcional eléctrica (47, 94,
97), en el que en una primera zona estructurada con forma de patrén, la capa funcional eléctrica (47, 94, 97) permanece
como parte del elemento constructivo eléctrico sobre la capa de adhesivo (57, 93, 96) y la lamina de base (51, 61, 90)
y, en una segunda zona estructurada con forma de patrén, la capa funcional eléctrica (47, 94, 97) permanece sobre
la ldmina de soporte (45) y se retira con la 1dmina de soporte de la ldmina de base (51, 61, 90), en el que se irradia
con forma de patrén la capa de adhesivo del adhesivo reticulable por radiacién antes de la aplicacion de la ldmina de
transferencia (41) de tal manera que la capa de adhesivo se endurece en una zona estructurada con forma de patrén,
que la lIamina de transferencia (41) se aplica sobre la capa de adhesivo endurecida de manera estructurada con forma
de patrén, y que la 1dmina de soporte (45) se retira del cuerpo de lamina (64) que comprende la ldmina de base (61),
la capa de adhesivo y la capa funcional eléctrica (47), de manera que la capa funcional eléctrica (47) en la primera
zona estructurada con forma de patrdn, en la que la capa de adhesivo no esta endurecida, permanece sobre la ldmina
de base (61) y, en la segunda zona estructurada con forma de patrén, en la que la capa de adhesivo estd endurecida, se
retira con la 1dmina de soporte (45).

3. Método de acuerdo con la reivindicacién 1 6 2, caracterizado por que la capa de adhesivo (47) del adhesivo
reticulable por radiacién se aplica de manera estructurada con forma de patrén mediante un método de impresion.

4. Método de acuerdo con una de las reivindicaciones 1 a 3, caracterizado por que la capa de adhesivo se imprime
mediante huecograbado sobre la l1dmina de base (51).

5. Método de acuerdo con una de las reivindicaciones precedentes, caracterizado por que la capa de adhesivo (57)
se imprime mediante impresion offset o flexografia sobre la ldmina de base (51).

6. Método de acuerdo con una de las reivindicaciones 3 a 5, caracterizado por que la ldmina de transferencia (41)
es transparente a la radiacion y por que la capa de adhesivo (57) se expone de parte de la Idmina de transferencia (41)
a través de la lamina de transferencia (41).

7. Método de acuerdo con una de las reivindicaciones 3 a 5, caracterizado por que la ldmina de base es transparente
a la radiacién y la capa de adhesivo se expone de parte de la ldmina de base a través de la 1dmina de base.

8. Método de acuerdo con una de las reivindicaciones 1 a 7, caracterizado por que se usa un adhesivo reticulable
por radiacién, que posee en el estado no endurecido una fuerza adhesiva inferior, con respecto a la capa funcional
eléctrica, a la fuerza adhesiva entre la capa funcional eléctrica y la 14mina de soporte.

9. Método de acuerdo con la reivindicacion 2, caracterizado por que se irradia la capa de adhesivo a continuacién
en una segunda etapa de exposicion para el endurecimiento de las zonas todavia no endurecidas de la capa de adhesivo.
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10. Método de acuerdo con una de las reivindicaciones 1 a 9, caracterizado por que para la exposicion se utiliza
una mdaquina de exposicién de mdscara, particularmente una méaquina de exposicién de tambor o una maquina de
exposicion de mdscara (81) con una cinta de méscara (83).

11. Método de acuerdo con una de las reivindicaciones precedentes, caracterizado por que se utiliza una ldmina
de transferencia (41) que presenta una capa de desprendimiento (46) entre la lamina de soporte (45) y la capa funcional
eléctrica (47).

12. Método de acuerdo con una de las reivindicaciones precedentes, caracterizado por que la capa funcional
eléctrica (47, 94, 97) es una capa eléctricamente conductora.

13. Método de acuerdo con la reivindicacién 12, caracterizado por que la capa funcional eléctrica contiene nano-
particulas conductoras, particularmente particulas de metal, hollin o grafito.

14. Método de acuerdo con la reivindicacion 13, caracterizado por que la capa funcional eléctrica consiste en
nanoparticulas conductoras y aglutinante.

15. Método de acuerdo con la reivindicacién 13 o la reivindicacién 14, caracterizado por que la capa funcional
eléctrica se comprime durante la aplicacion sobre la ldmina de base, por lo que se aumenta la conductividad eléctrica
de la capa funcional.

16. Método de acuerdo con la reivindicacién 12, caracterizado por que la capa funcional eléctrica contiene poli-
meros conductores.

17. Método de acuerdo con la reivindicacién 12, caracterizado por que la capa funcional eléctrica contiene sus-
tancias inorgdnicas, a modo de ejemplo, material de ITO.

18. Método de acuerdo con la reivindicacién 12, caracterizado por que la capa funcional eléctrica es una capa de
metal o una capa de una aleacién de metal.

19. Método de acuerdo con una de las reivindicaciones 1 a 11, caracterizado por que la capa funcional eléctrica
es una capa eléctricamente semiconductora que presenta particularmente polimeros semiconductores.

20. Método de acuerdo con una de las reivindicaciones precedentes, caracterizado por que la capa de adhesivo
consiste en un adhesivo eléctricamente no conductor.

21. Método de acuerdo con una de las reivindicaciones 1 a 19, caracterizado por que la capa de adhesivo consiste
en un adhesivo eléctricamente conductor.

22. Método de acuerdo con la reivindicacién 12, caracterizado por que la capa funcional eléctrica (94, 97) se
configura como una capa de electrodo microestructurada, que pone a disposicién uno o mas electrodos del elemento
constructivo eléctrico.

23. Método de acuerdo con la reivindicacién 19, caracterizado por que la capa funcional eléctrica se configura
como una capa microestructurada de semiconductor, que pone a disposicién uno o mas componentes semiconductores
del elemento constructivo eléctrico.

24. Método de acuerdo con una de las reivindicaciones 1 a 23, caracterizado por que se configura como elemento
constructivo eléctrico un transistor orgdnico de efecto campo.

11



ES 2 346 655 T3

15’;["‘7 | 32 “]
317 , Lb‘O j | L’,’
g &=_!
i \
137"
124+—=
. 40.
11— <
B /\\ 41
o )
7 L/\:”
)i \
33 Y sz
2]
=53
22-*.'\ |
;t_[r——‘ ’
0~ @z
| |
- ¢
3? M
42
= 55
Fig. 1

12



ES 2 346 655 T3

Fig. 2

ij‘;
Nj,\\
%

N
| S Tl =
}
[
o N
o

13



ES 2 346 655 T3

15— 62 31
&N W,
761 J Q
13 /“{)—
27
N 40
77 +—-
N
j
" \

Fig. 3

68

&4 84
P

14



ES 2 346 655 T3

45 1
46—
47"

Fig. 4a

) L[ ] [

3~

Fig. 4b
45\*
46 "z‘_h
47”\/ T [ i
57/
517

Fig. 4c

47 =
57 =
/ \

51—

15

4]

55



ES 2 346 655 T3

42 -~
“—0f)
07
Fig. 5a
94 A
83~ / / ,/‘93
N — e
2 ol
07
Fig. 5b
93~ A >
7 7 ‘
\;_:\::q —
92+
81l

16



ES 2 346 655 T3

97
96. ' 93, )
93~ 94 H——i J B
| ' { N "
. R ma— (——
074
Fig. 5d
96 g7
93 9\4 \ /9 ©9s 9{
()8 ""Tu l l I/ '// // /)
g , ’/ e // J
95 \ 1 ;' -
N s — I ——
92"}
g1 ~_L

17

99



	Primera Página
	Descripción
	Reivindicaciones
	Dibujos

